
최종 프로파일 절삭의  
경우 안정적인 칩 컨트롤과  
우수한 표면 조도를 달성하는  
것 사이에서 타협점을 찾아야  
하기도 합니다. 그러나 -RF  
형상이 적용된 CoroCut® 2를  
사용하면 더 이상 하나를  
선택할 필요가 없습니다. 

이 공구는 완벽한 인선 품질과 
뛰어난 칩 브레이킹 성능으로  
안정적인 가공과 높은 표면  
무결성을 제공하며 우주 항공  
산업의 가장 엄격한 요구사항도 
충족합니다.

CoroCut® 2 -RF
타협하지 않는  
날카로운 절삭날



공정
 안정성
향상

테스트 사례

결과: 이 소재에서는 -RF 형상의 칩 브레이킹 성능이 -RM  
형상보다 훨씬 우수합니다. 칩 컨트롤이 향상되면 공정  
안정성도 높아집니다.

가공물:	 우주 항공 산업 가공물
가공물 소재:	 S2.0.Z.AG(인코넬 718), 42 HRC
가공 방법:	 외경 프로파일 가공, 정삭 가공, 유제

-RM 형상 -RF 형상

인서트 C2I-H2N-0400-RM S205 C2I-H2N-0400-RF 1205

vc, m/min (ft/min) 60 (197) 60 (197)

fn, mm/rev (in/rev) 0.2 (0.008) 0.2 (0.008)

ap, mm (inch) 0.25 (0.010) 0.25 (0.010)

칩 조건 길고 공구 주위에 엉킴 짧고 컨트롤 가능

-RF 형상의 칩-RM 형상의 칩

ISO 적용 영역

	— 이송률이 낮고 절입 깊이가 작은 고정밀 프로파일 가공
	— 칩 컨트롤이 과제인 HRSA 가공물의 정삭 가공
	— ISO S 가공에 최적화된 재종 S205 및 GC1205
	— 표면 품질과 공정 안정성에 대한 요구가 높은 ISO P 및 ISO M  
가공물

	— 탁월한 칩 컨트롤과 우수한 표면 품질을 모두 제공하는  
업계 유일의 프로파일 가공용 정삭 형상

	— 일관되고 긴 수명을 보장하는 고품질 인서트
	— 날카로운 절삭날 덕분에 절삭 부하가 낮고 표면 조도가 우수함
	— 절삭날에 가깝게 배치된 최적화된 칩 브레이커로 칩 컨트롤이 
탁월함 

	— 안정적이고 정확한 인서트 위치를 보장하는 레일 인서트  
인터페이스

	— 높은 공정 안정성으로 예기치 않은 가공 중단 감소,  
모니터링 작업 감소, 가공물 손상 최소화

적용특징 및 이점

CoroCut® 2에 대해 자세히 알아보기: 
sandvik.coromant.com/corocut2

공식 대리점
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